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PRIZDIVKY OKOLO DVERNIHO OTVORU DLE SKUTECNOSTI (CCA 50 MM), OMITKA VNITRNI (ZEDNICKE ZACISTENI).

OPLASTEN 2x SADROKARTONOVA DESKA TL. 12,5 MM, PROTIPOZARNI (DIAMANT),
KOVOVA PODKONSTRUKCE PROFILY UW, CW (OPLASTENI DILATACNI SPARA, POZARNI)

SVISLY PAZDIK OC. SKELETU

CIHELNE OBVODOVE ZDIVO

TEP. IZOLACE MINERALNI VLNA CELK. TL. 140 MM
KONSTRUKCE OPLASTENI DILATOVAT OD STAVAJICHO ZDIVA 30 MM
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DILATACE-SYSTEMOVH OPLECHOVANI VELKQFORMATOVYCH SABLON RHEINZINK, MUS| UMOZKOVAT DILATACNI POHYB' KOLMO NA FASADU
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STAVAJIC ETICZ TL. 100! MM
% NOVY ETICZ V DOTCENEM PRUHU CCA 100 MM 0D VNEJSIHO LICE PRISTAVBY VYTAHU,
100 | |, 100 (IZOLANT EPS 150 TL. 100 MM, 2x LEPIDLO, WZTUZNA PERLINKA, OMITKA DLE STAVAJICI STRUKTURY, FAS. NATER)
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VELKOFORMATOVA SABLONA RHEINZINK
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o DESKY CETRIS BAZIC TL. 24 MM,
Lb——" KOTEVNI SYSTEM CERTIFIKOVANY
ﬂmv. IZOLACE MINERALNI VLNA CELK. TL. 140 MM
%V4 PAZDIKY A DIAGONALY OC. SKELETU
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o : OPLASTENI 2x SADROKARTONOVA DESKA TL. 12,5 MM, PROTIPOZARNI (DIAMANT),
Wm L] K [ﬁi PODKONSTRUKCE PROFILY UW, CW 75
- SLOUP 0C. SKELETU
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25 25 SYSTEMOVE OPLECHOVANI VELKOFORMATOVYCH $ABLON RHEINZINK NAVAZUJE NA RASTR FASADNIHO PLASTE, OPLECHOVANI ZATAZENO POD KRYCI LISTU SVISLEHO PAZDIKU,
u_ VGETNE DIFUZNI FOLIE
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11 11 PLNA TEPELNE IZOLAGNI DESKA FAS. SYSTEMU (AL. PLECH-+IZOLANT)
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2875 RASTR PROSKLENEHO FASADNIHO PLASTE
\__\ \__\ PRIPOJOVACI SPARA PROVEDENA VZDUCHOTESNE (VNITRNI

PAROTESNA A VNEJSI DIFUZNI PASKA)
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VYTAH PRO BUDOVU “F" JEDLICKOVA USTAVU ST —
VYKRES C. VYKRESU C. KOPIE




